Embalaje y etiquetado
en las proximas ferias
de EasyFairs®

La tercera edicién de EasyFairs” Packaging Innovations
Barcelona 2010, el Salon Internacional de Tendencias
en Packaging de Alto Valor Afiadido, tendrd lugar en
¢l CCIB-Recinto del Forum de Barcelona los dias 14 ¥
En esta ocasion, se celebrard paralelamente
Fairs” Labelling Innovations Barcelona 2010,
el Salén Internacional del Etiquetado, Codificacién, Tra-
zabilidad e Impresion del sur de Europa

Mis de 150 expositores, al menos un 20% de ellos in-
ternacionales, mostraran los wltimos avances en diseno
grifico e industrial, branding y gestién de marca, trans-
formacion de materiales, ecopackaging, PLV, embalaje
publicitario y promocional, servi de impresion y pac-
ng inteligente, en el caso de easyFairs® Packaging
Innovations. En el salon de easyFairs® Labelling Innova-
tions, se presentardn las novedades en etiquetado, tecno-
logia de preimpresion y produccion, codificacion, traza-
bilidad, procesos y maquinaria de impresion, nuevos
materiales, RFID, soluciones de seguridad y adhesivos y
tintas.

Interesantes novedades

La proxima edicién del Salon EasyFairs® Packaging In-
novations Barcelona presentard numerosas novedades.
No solo por parte de los expositores, sino tambicn por la
inclusién de nuevas dreas con identidad propia. La pri-
a denominada Zona Design in Italy, en la que se
Tas novedades en exclusiva de disefiadores de
packaging de toda Italia. La segunda es el Area World
Design, un espacio de inspiracion donde descubrir ide-
as de todos los rincones del mundo. Ademis, durante
¢l salén se presentard el Informe de Tendencias del Pac-
kaging de Disefio, realizado por casyFairs”. B
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